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ABSTRAK 
 

Penelitian ini berfokus pada analisis metode vacuum soldering dalam upaya menangani 
solder voids pada proses penyolderan modul IGBT. Solder voids merupakan rongga atau 
kekosongan yang terjadi di dalam sambungan solder yang dapat mengurangi kualitas dan 
keandalan sambungan listrik serta termal pada modul IGBT. Dalam penelitian ini dilakukan 
untuk mengevaluasi kemampuan metode vacuum soldering dalam mengurangi atau 
menghilangkan solder voids dibandingkan dengan metode konvensional soldering. Teknik 
pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara dan obervasi serta dokumentasi. 
Hasil dari wawancara dengan responden selaku operator mesin bahwa penggunaan 
konvensional soldering terdapat voids 15-20% sedangkan ketika penggunaan vacuum 
soldering terdapat voids 2-5%. Hasil dari observasi atau pengamatan terhadap proses mesin 
bahwa diketahui melalui hasil X-ray penggunaan konvensional soldering masih terdapat  
±15% voids dan penggunaan vacuum soldering sekitar ±1% voids. Kemudian hasil data 
wawancara dan observasi diperkuat dengan data dokumentasi penelitian yang lebih dulu 
bahwa percobaan konvensional soldering menghasilkan rata-rata 15-42% voids dan ketika 
percobaan vacuum soldering rata-rata 1-5% voids. Kemudian data yang diperoleh dianalisis 
dengan menggunakan teknik analisis data melalui beberapa tahapan sebagai berikut : reduksi 
data, penyajian data, dan kesimpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode 
vacuum soldering secara signifikan mengurangi jumlah dan ukuran solder voids dibandingkan 
dengan metode penyolderan konvensional. Penggunaan metode vacuum soldering mampu 
mengurangi keberadaan solder voids hingga 80%, sehingga dapat meningkatkan kualitas 
sambungan solder pada modul IGBT.  

 
 

Kata Kunci: vacuum soldering, konvensional soldering, solder voids, modul IGBT
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